
半导体产业新闻半月刊（精华版）

2019/0211-2019/0224



2

专题分类

设计
制造

市场
数据

产业
合作

大国
重器

人事
变迁

产品
应用

科技
前沿

焦点
观察

并购
投资

本土
产业

专利
要闻



并购投资
点评：①ST将收购Norstel55%股权，扩大SiC器件供应链。
      ②爱德万测试收购美商半导体业务部门，测试系统将整合一条龙。
      ③国产VCSEL供应商纵慧芯光获上亿元级B+轮融资，武岳峰资本领投。
      



领域 时间 事件 原因/内容 资金(美元)
化合物半导

体
2019/02/11 ST收购Norstel 55%股

权
规模扩展。交易完成后，ST将在全球产能受限的情况下控制
部分SiC器件的整个供应链。

1.375亿

IC装备 2019/02/15 爱德万收购Astronics
半导体系统测试部门

业务增强。爱德万将通过这次并购，强化该公司在相关测试
业务上的阵容。未来可扩大在系统级产品的测试领域版图。

1.35亿

VCSEL 2019/02/19 纵慧芯光获亿级B+轮
融资

战略融资。领投方为武岳峰资本，本轮融资主要用于扩充团
队和增加产线。

 



本土产业

点评：①地方产业发展如火如荼，无锡、广州、晋江、乌鲁木齐等地引进半导体项目。
      ②国产化5G芯片用氮化镓材料在芜湖试制成功。
      ③罕王微电子8英寸MEMS芯片生产线建成投产。
      



【无锡多个半导体项目开工】

2月19日，无锡市2019年首批重大项目集中开工。本次集中开工共安排301个重大项目，总投资
2977亿元。积高电子图像传感器研发生产项目、宏湖多芯片光耦集成电路封测生产基地（一期）
项目、华润上华8吋晶圆项目、欧司朗光电半导体二期项目等多个半导体相关项目在内。

【乌鲁木齐高新区集中签约16个项目，地平线、中科可控、中科曙光齐发力】

2月20日，乌鲁木齐高新区（新市区）举行了2019年首批重点项目集中签约仪式，本次签订的
16个重点项目金额达213.4亿元，涉及智能制造、云计算、大数据等领域，如地平线的“新疆人
工智能研究及成果转化基地项目”、中科可控的“高端整机先进制造基地”等。

【广州近期将引进千亿级项目】

2月20日，广州高新区、广州开发区、黄埔区举行重大项目集中签约活动，23个重大项目签约
落户。这批项目包括各类总部项目14个、先进制造业项目5个、创新平台项目4个，总投资超过
1000亿元，预计营业收入超3700亿元。



【钜泉光电工业应用级芯片研发中心落户南京】

2月21日，钜泉光电工业应用级芯片研发中心项目正式签约落户南京江宁开发区，总投资超10亿
元，该项目将主要从事智能电网终端设备、微控制等工业应用级芯片的设计、研发和销售，达
产后年销售额不低于30亿元，力争进入国内IC设计公司十强。

【国产化5G芯片用氮化镓材料试制成功】

作为芜湖大院大所合作的重点项目，国产化5G通信芯片用氮化镓材料日前在西电芜湖研究院试
制成功，这标志着今后国内各大芯片企业生产5G通信芯片，有望用上国产材料。

【晋江51个项目集中签约，涵盖集成电路、新材料等领域】

2月19日，晋江举行百个项目集中签约暨开竣工活动，其中签约项目51个，计划总投资254.7亿
元，工业项目占据半壁江山超20个，涵盖集成电路、新材料等领域。



【罕王微电子8英寸MEMS产线投产】

① 2月19日，罕王微电子8英寸MEMS芯片后端制造生产线顺利启动生产。该MEMS芯片制造生产
线计划在今年7月全线投产，达产后可实现晶圆产能36万片/年。

② 罕王微电子（辽宁）有限公司成立于2011年，2018年底8英寸MEMS生产线工程建设全部竣工。

【我国首条金属溅射膜压敏芯片生产线成功通线】

近日，坐落在湖南浏阳高新区的启泰传感压敏传感芯片线生产一线已成功通线。启泰传感首条
生产线竣工投产后，每天可生产2万个压敏芯片，并与国内汽车厂商合作，生产汽车ESP(车身稳
定系统)高端压力传感器，全面替代进口。

【JDI携手浙江启动兴建OLED面板厂的“凤凰计划”】

日本显示器公司（JDI）获大陆官方支援，拟于浙江投资5000亿日圆（约306.5亿元人民币），
启动兴建OLED面板厂的“凤凰计划”，并与台湾触控模组厂宸鸿TPK-KY结盟，携手供应未来
iPhone所需的OLED面板及触控模组，是首次策略联盟，抢进iPhone最高端的面板供应链。



市场数据

点评：①2018年全球十大芯片买家出炉：华为第三，中国4家上榜。
      ②2018年全球研发支出超600亿美元，18家过10亿美元。
      ③海思领衔，2018年中国IC设计业收入年增23%。
      ④SEMI报告：200毫米Fab厂将在2022年生产70万片晶圆。



【2018年全球十大芯片买家出炉：华为第三】

Gartner发布了2018年半导体采购支出榜单。最新数据显示，华为去年半导体采购支出增加45%，
成为全球第三大芯片买家。
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产
业



【2018年全球半导体公司研发支出超600亿美元】

芯思想研究院发布数据指出，2018年全球半导体公司研发支出有18家超过10亿美元，预估全球
半导体公司研发支出超过600亿美元，在640-650亿美元之间。
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【库存仍高加上需求疲软，前两季DRAM合约价将续跌】

根据DRAMeXchange调查，2019年上半年DRAM产业仍处于供过于求的状态，导致价格持续下跌，
预计二、三月价格将续跌，整体第一季的跌幅将超过两成，而服务器内存跌幅更可能扩大至近
三成。
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【台湾晶圆厂产能全球第一，大陆地区增长最快】

① IC Insights发布了各个地区或国家晶圆厂月产能排名，其中台湾地区排名第一，韩国排名
第二，日本排名第三，美国排名第四，大陆第五。 

② 大陆晶圆厂月产能236.1万片约当8英寸晶圆，全球比重12.5%，居第五，比重较2017年的
10.8%攀升1.7个百分点，是增加最多的地区。
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【大陆半导体制造五年后自制率不过半】

① IC Insights最新报告显示，大陆的集成电路生产仍远低于政府的目标。

② 报告指出，2018年大陆半导体市场为1550亿美元,而自己产出为238亿美元,这样计算的IC自
给率达15.3%，高于2013年前的12.6%。而且，预测到了2023年之时，这一比率将提升至
20.5%。
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【2018年中国IC设计业收入年增23%】

根据TrendForce最新研究报告显示，2018年，中国IC设计业的收入已经达到了2515亿元，年增
长率为23%。其中，海思，紫光展锐和北京豪威位列前三。而中兴和汇顶则在过去一年中遭遇了
两位数的下滑。
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【200毫米Fab厂将在2022年生产70万片晶圆】

据SEMI在其最新的全球200毫米Fab展望中报道，对移动，物联网（IoT），汽车和工业应用的强
劲需求将推动从2019年到2022年生产700000片200mm晶圆，增长14％。随着许多设备对200mm晶
圆的需求，这一增长使得200mm晶圆制造厂的总产能达到每月650万片晶圆。
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产业合作

点评：①芯来科技与晶心科技强强联手，提速RISC-V产业落地。
      ②矽杰微电子和厦门科拓联手，要在毫米波雷达领域有大作为。
      ③爱立信和OPPO签署全球专利许可协议，将在5G等项目上合作。



领域 合作公司/单位 目的

传感器 Vayyar、博泽 将创新传感器系统集成至功率调节系统以及车内外应用驱动系统中。

RISC-V 芯来科技、晶心科技
双方未来将在技术交叉授权、产品研发、技术支持、销售渠道以及市场推广等
领域展开全面深度合作，共同推广基于RISC-V架构的处理器内核IP产品，加
速产业落地和生态建设。 

毫米波雷达 矽杰微电子、厦门科拓
合作推出商用毫米波雷达道闸方案近期通过所有工程批验证，即将大批量应用
于下一代智慧道闸系统。

5G 英特尔、爱立信
开发了一个用于5G、网络功能虚拟化(NFV)和分布式云服务的软件和硬件管理
平台。

5G OPPO、爱立信
双方签署了全球专利许可协议。据悉，该初步协议包括涵盖两家公司的2G、
3G和4G专利组合的交叉许可。除了专利交叉许可，OPPO和爱立信的协议还
包括5G相关项目的一系列业务合作。



设计制造

点评：①博世将斥资11亿美元在德建设新晶圆厂。
      ②中芯国际14nm量产在即，12nm工艺取得突破。   
      ③新傲科技扩产，8英寸SOI晶圆产能翻倍。
      ④SK海力士拟2022年后投资逾1000亿美元，建四座晶圆厂。



【博世将斥资11亿美元在德建设新晶圆厂】

为了赢得未来在智能汽车、无人驾驶领域的挑战，跨国汽车零部件巨头博世加大了对芯片的投
资。近日，博世宣布将斥资11亿美元在德国德累斯顿兴建第二家晶圆厂，这将使博世的芯片产
量从2021年起增加一倍。

【英特尔计划在爱尔兰投建新厂】

继美国、以色列之后，英特尔又在爱尔兰Leixlip进行大规模投资的新工厂建设。原先计划建
设9万平米新工厂，现在则准备追加至11万平方米，总投资达80亿美元，这将成为英特尔在该国
的最大一笔投资，也是爱尔兰接受的最大一笔私人投资。爱尔兰新工厂将以晶圆生产为主，这
座新工厂将由300多名工人花费四年时间建造，预计将为爱尔兰会带来1600个新的工作岗位。

【中芯国际14nm量产在即，12nm工艺取得突破】

中芯国际表示目前中芯国际第一代FinFET 14nm技术进入客户验证阶段，产品可靠度与良率已
进一步提升。同时，12nm的工艺开发也取得突破。



【新傲科技扩产，8英寸SOI晶圆产能翻倍】

近日，Soitec与新傲科技联合宣布将加强合作关系，扩大新傲科技位于中国上海制造工厂的
200mm SOI晶圆年产量，从年产18万片增加至36万片，以更好地服务全球市场对RF-SOI和Power-
SOI产品的增长性需求。

【SK海力士拟2022年后投资逾1000亿美元，建四座晶圆厂】

据路透社报道，韩国SK海力士近日表示，已提交了投资意向书，计划在韩国建设一个半导体工
业区。该公司称，计划在2022年之后的10年里投资120万亿韩元（1066.6亿美元），在首尔以
南40公里的龙仁市新工业区建设四座晶圆厂。

【比特大陆推出二代7nm挖矿芯片】

2月18日，比特大陆正式发布第二代7nm芯片BM1397，BM1397依然由台积电代工，单颗芯片集成
的晶体管数量超过了10亿个。



产品应用

点评：①5G芯片、传感器领域火热，各厂商纷纷推出新产品。
      ②三星首款折叠屏手机正式亮相，售价1万3千元人民币。



领域 公司/单位 产品及特性

5G芯片 三星
研发出新一代5G毫米波（mmWave）基站无线通信核心芯片（RFIC），进一步提高无线通信
性能。

5G芯片 Xilinx 推出了其新一代 Zynq Ultrascale + RF SoC，将数字硬件与模拟模块整合到了单个芯片中，支
持sub-6GHz与毫米波。

5G芯片 高通 推出了第二代5G基带芯片Snapdragon X55，将支持高达7Gbps的速率。

物联网 Arm 推出两款全新Arm Neoverse平台，即Neoverse N1平台和E1平台，以高度的可扩展性、高吞
吐量和性能，推动5G和未来物联网的发展，推动下一波基础设施平台转型。

传感器 LG Innotek 近期将量产全球最薄的4.6毫米智能手机用ToF模块。 

传感器 FLIR
推出其第一款用于甲烷气体探测的非制冷热像仪FLIR GF77 Gas Find IR。这款手持热像仪为
检测专业人员提供了在天然气发电厂、可再生能源生产厂以及天然气供应链其它工厂或场所发
现潜在、无形甲烷气体泄漏所需要的探测性能。

传感器 安森美半导体
推出RSL10传感器开发套件，旨在为工程团队提供一个具备尖端智能传感器技术的全面开发物
联网应用的平台，由行业最低功耗的蓝牙低功耗无线电启用。

传感器
Teledyne e2v

 推出新款200万像素规格传感器，扩充 Emerald图像传感器产品系列。

折叠手机 三星
三发布了首款消费者可用的可折叠智能手机。这款名为Galaxy Fold的新手机有一个特殊的显示
屏，可以将其展开，像平板电脑一样使用它。



大国重器

点评：①DARPA增添新项目，旨在用集成电路增强国防能力。
      
      



【DARPA增添新项目，旨在用集成电路增强国防能力】

① DARPA近日宣布，在 “电子复兴”计划（ERI）框架内新设立“国防应用”(DA)项目，该项
目是DARPA ERI第二阶段的项目之一。

② DA项目的目的包括：利用现有技术开发革命性和颠覆性技术以增强美国国防能力，支持其
国内安全集成电路制造需求；投资芯片安全领域研究；以“电子复兴”计划为支撑研发用
于国防应用的技术。



科技前沿

点评：①我国首次实现Pb/s级光传输，一根光纤近300亿人同时通话。
      ②NASA推进独特的3D打印传感器技术。
      



【我国首次实现Pb/s级光传输】

从中国信息通信科技集团获悉，我国光通信技术再次取得突破性进展，科研人员在国内首次实
现1.06Pbit/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验，可以实现一根光纤上近300亿
人同时通话。

【NASA研发新型3D打印传感器技术】

据澳大利亚每日航天消息，美国航天局相关研究人员正致力于研发新型3D打印传感器技术。该
技术可以感知任何环境数据，同时能够进行无线数据传输，并且所有功能都集成于大小仅为
2×3英寸的独立平台上，这项技术可能会引发潜在的技术革命。



人事变迁

点评：①前英特尔副总裁出任格芯中国区总裁及亚洲业务发展负责人。
      
      



【前英特尔副总裁出任格芯中国区总裁】

格芯日前宣布，前英特尔副总裁阿美利科•莱莫斯已加入了格芯团队，担任格芯中国区总裁及亚
洲业务发展负责人，负责带领格芯在亚洲关键市场中推动其业务成长。



焦点关注

点评：①任正非：如果美国不信任华为，华为将把投资转移到英国。
      ②英国正式宣布华为5G设备不存在安全风险。
      



【任正非：如果美国不信任华为，华为将把投资转移到英国】

2月19日，任正非周一在接受BBC的专访中指出，美国无法粉碎华为，世界也无法离华为而去，
因为华为的技术更先进，即使他们说服更多国家弃用我们，我们也可以随时缩减规模。任正非
也说：如果美国不信任我们，那么我们将把投资从美国转移到英国，并做出更大规模的投资。
《金融时报》之前引述知情者的话说，英国国家网络安全中心认定，在未来5G中使用华为设备
的风险是有办法控制的。

【英国正式宣布华为5G设备不存在安全风险】

2 月 20 日，英国国家网络安全中心（NCSC）负责人 Ciaran Martin 在布鲁塞尔举办的 
CSBXL19 会议上正式表示，华为不存在间谍活动，相关问题只是部分网络安全标准方面的问题，
英国政府认为风险可控，华为也已表示将在一年时间内解决相关问题，因此不会将华为排斥在
英国市场之外。

【UC伯克利等高校停止接受华为研究资助】

1月28日，美国司法部对华为提起刑事起诉。此后，加州大学伯克利分校宣布将不再与华为开展
新的研究合作。



专利要闻
点评：①智能手机、可穿戴、无线充电等领域竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。
      
      



类别 公司/单位 事件内容

新专利 苹果 新专利：Mac背光键盘或将具备自适应调节功能。

新专利 苹果 AirPods无线充电盒专利曝光：无需与板载线圈精确定位。

新专利 苹果 新专利曝光：“全面屏”Apple Watch表带也装上柔性屏。

新专利 苹果 新专利：未来面部识别技术或可解锁汽车。

新专利 三星 智能镜面电视设计曝光：一边看天气一边照镜子。

新专利 OPPO 可折叠手机新专利曝光：将采用金属转轴实现折叠。

新专利 微软 新专利：“恶意屏蔽”功能将上线，缓解网络霸凌问题。

新专利 通用汽车 空气动力技术新专利，助车辆轻松转弯/刹车。



SIIP CHINA
【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA 】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业
资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投
资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促
进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投
资平台。
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